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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为资料性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出并归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部信息中心、住房和城乡建设部ＩＣ卡应用服务中心。

本标准参加起草单位：中外建设信息有限责任公司、建亿通数据处理有限公司、上海复旦微电子股

份有限公司、芯成半导体（上海）有限公司、英飞凌科技（中国）有限公司、东信和平智能卡股份有限公司、

雅斯拓科技（上海）有限公司、上海柯斯软件有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、恩智浦半

导体（上海）有限公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司北京分公司、上海华虹集成电路有限责任公司、广

东联合电子收费股份有限公司、上海三星半导体有限公司。

本标准主要起草人：王辉、杜昊、周欣、马虹、申绯斐、杨辉、王鑫、王毅、（以下按姓氏笔画排序）

王宝东、王辉、孙伟、余新浪、张咏江、张建平、李昕、李需要、杨晓晔、陈?、周艺潼、畅江、赵滢、贾立民、

梁少峰、梁建军、韩兴成。

本标准为首次制定。

Ⅲ

犆犑／犜３０６—２００９



建设事业非接触式犆犘犝卡芯片技术要求

１　范围

本标准规定了建设事业ＣＰＵ卡芯片基本要求、建设事业ＣＰＵ卡芯片非接触通信接口、非接触逻

辑加密卡兼容性要求和相应的定义符号等。

本标准适用于建设事业非接触式ＣＰＵ卡芯片的设计、制造和使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６６４９．５　识别卡　带触点的集成电路卡　第５部分：应用标识符的国家编号系统和注册

规程

ＣＪ／Ｔ１６６　建设事业集成电路（ＩＣ）卡应用技术

ＪＲ／Ｔ００２５　中国金融集成电路（ＩＣ）卡规范

ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３３　识别卡　无触点集成电路卡　接近式卡　第３部分：初始化和防冲突

ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３４　识别卡　无触点集成电路卡　接近式卡　第４部分：传输协议

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　无触点的　犮狅狀狋犪犮狋犾犲狊狊

说明完成与卡交换信号和给卡供应能量，而无需使用通电流元件（即，不存在从外部接口设备到卡

内所包含集成电路的直接通路）。

３．２

　　无触点集成电路卡　犮狅狀狋犪犮狋犾犲狊狊犻狀狋犲犵狉犪狋犲犱犮犻狉犮狌犻狋（狊）犮犪狉犱

一种ＩＤ１型卡，在它上面已装入集成电路，并且与接近式耦合设备的通信是用无触点的方式完

成的。

３．３

　　接近式卡　狆狉狅狓犻犿犻狋狔犮犪狉犱

一种ＩＤ１型卡，在它上面已装入集成电路和耦合电路，并且与接近式耦合设备的电感耦合完成的。

３．４

　　接近式耦合设备　狆狉狅狓犻犿犻狋狔犮狅狌狆犾犻狀犵犱犲狏犻犮犲

用电感耦合给ＰＩＣＣ提供能量并控制与ＰＩＣＣ交换数据的读／写设备。

３．５

　　位持续时间　犫犻狋犱狌狉犪狋犻狅狀

确定一逻辑状态的时间，在这段时间结束时，一个新的位将开始。

３．６

　　二进制移相键控　犫犻狀犪狉狔狆犺犪狊犲犱犺犻犳狋犽犲狔犻狀犵

移相为１８０°的移相键控，从而导致两个可能的相位状态。
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